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以下資料由鈺邦科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。
以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意


   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：鈺邦科技股份有限公司 (股票代號：6449)
	輔導推薦證券商
	福邦證券股份有限公司

兆豐證券股份有限公司
群益金鼎證券股份有限公司
元大寶來證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	福邦證券股份有限公司
王造琦 / 02-2181-2739

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購鈺邦公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	福邦證券
	兆豐證券
	群益金鼎
	元大寶來

	認購日期
	103年2月21 日

	認購股數（股）
	1,200,000
	100,000
	100,000
	100,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	1.81%
	0.15%
	0.15%
	0.15%

	認購價格
	每股25元

	認購價格之訂定
依據及方式
	鈺邦公司主要生產超小型、耐高溫、長壽命、低阻抗電解電容器產品並配合客戶研發製造導電性高分子固態電容、晶片型電容。股票價值的評估方法有很多種，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。目前證券投資分析常用之股票評價方法主要包括市價法如本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)、股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)，透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評價企業之價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整；成本法亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；另自由現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method, DCF)則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。其中，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；自由現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購鈺邦公司股票茲就市價法-本益比法進行評估。經參酌採樣同業立隆(上市公司，股票代號：2472)、金山電(上櫃公司，股票代號：8042)於台灣證券交易所及財團法人證券櫃檯買賣中心之本益比資訊，與上市櫃公司之大盤及電機機械類股以本益比法方式之評估說明如下：
單位：倍
月份
採樣同業
102.11
102.12
103.01
平均

立隆(2472)
8.77
10.02
11.12
9.97
金山電(8042)
8.29
8.76
9.61
8.89
資料來源：臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站。
由上表得知，鈺邦公司之採樣同業、上市櫃公司之大盤於最近三個月之平均本益比約在8.89倍~9.97倍之間，若以鈺邦公司102年自結之每股盈餘1.81元為基礎，再依上述本益比區間計算參考，價格區間為16.09元~18.05元。
然考量鈺邦公司業績逐年成長，另評估鈺邦公司經營績效、產業前景、發行市場環境、同業之市場狀況等因素後，由興櫃推薦證券商與鈺邦公司共同議定興櫃認購價格為每股25元，應尚屬合理。



	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	公司介紹

鈺邦公司成立於94年，主要生產超小型、耐高溫、長壽命、低阻抗電解電容器產品並配合客戶研發製造導電性高分子固態電容、晶片型電容，產品應用主要專注於MB、NB網通等產業。其產品於國內品質穩定且具備產品價格競爭力，於固態電容市場佔有一席之地。
公司沿革
94年
‧公司創立，登記資本額為新台幣六億元整，實收資本額計新台幣伍佰萬元整。
95年
‧奉准設立工廠於苗栗並取得工廠登記證。
‧增資發行新股貳仟零貳萬壹仟股，實收資本額計新台幣貳億零伍佰貳拾壹萬元整。

‧捲繞型固態電容正式量產。
‧榮獲ISO-9001認證通過。
96年  

‧增資發行新股壹仟萬股，實收資本額計新台幣參億零伍佰貳拾壹萬元。
‧透過第三地國家，間接投資成立海外生產基地鈺邦電子(無錫)有限公司並正式投產。
97年
‧晶片型固態電容開發成功。
‧增資發行新股壹仟捌佰萬股，實收資本額計新台幣肆億捌仟伍佰貳拾壹萬元
98年
‧榮獲QC080000認證通過
‧增資發行新股壹仟萬股，實收資本額計新台幣伍億捌仟伍佰貳拾壹萬元
· 與經濟部工業局簽訂業界開發產業技術之「微小型鋁晶片電容之材料技術及製程技術開發計畫」補助款合約

100年
· 辦理盈餘轉增資發行新股肆拾肆萬玖仟捌佰柒拾伍股，實收資本額增加為新台幣伍億捌仟玖佰柒拾萬捌仟柒佰伍拾元整
101年
· 辦理盈餘轉增資發行新股肆佰參拾壹萬玖仟貳佰伍拾壹股，實收資本額增加為新台幣陸億參仟貳佰玖拾萬壹仟貳佰陸拾元整
· 取得ISO14001認證
· 建置大陸無錫新廠，
102年
· 申請股票辦理公開發行
經營理念/未來展望
    鈺邦公司持續發展固態電容之產品，包括研發高電壓(>35V)的固態電容器、高信賴性與耐環境氣候之電容器，並同時與工研院、學界與國際大廠合作，以提昇公司研發能力與新技術之開發應用。鈺邦公司目標期望成為國際化高分子電容產品製造公司，配合市場需求和脈動研發新產品，並執行嚴謹的品質檢測，以最誠摯的心提供客戶最完善的服務。



                                                                          

	主要業務項目：

主要生產超小型、耐高溫、長壽命、低阻抗電解電容器產品並配合客戶研發製造導電性高分子固態電容, 晶片型電容。                                          

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：




	產品名稱
	產品圖示
及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	捲繞導電高分子固態電容器
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	傳統的液態電容有受熱膨脹的可能性，新世代高速的CPU將提高傳統液態電容爆漿的隱憂和危險，而固態電容的優異功能特性，具相對高信賴性與高效能，故成為高性能高壽命的線路組成中之必要元件。

產品具小型化、低阻抗、高頻化、溫度特性佳及耐高漣波電流等優異電氣等特性，可應用於需求低阻抗及高耐漣波電流之電子線路，主宰低阻抗大輸出電流電子線路之品質特性。固態電容除了應用在3C產品和網通市場之外，也隨著耐高壓的性能提升，遂漸跨到LED照明市場，LCD-TV和高階工業用電源以及汽車電子的市場
	1,275,126
	98%

	晶片型導電高分子固態電容器
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	傳統的液態電容有受熱膨脹的可能性，新世代高速的CPU將提高傳統液態電容爆漿的隱憂和危險，而固態電容的優異功能特性，具相對高信賴性與高效能，故成為高性能高壽命的線路組成中之必要元件。

產品具小型化、低阻抗、高頻化、溫度特性佳及耐高漣波電流等優異電氣等特性，可應用於需求低阻抗及高耐漣波電流之電子線路，主宰低阻抗大輸出電流電子線路之品質特性。固態電容除了應用在3C產品和網通市場之外，也隨著耐高壓的性能提升，遂漸跨到LED照明市場，LCD-TV和高階工業用電源以及汽車電子的市場
	28,113
	2%

	合     計
	1,303,239
	100%


                                                                          

	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  
單位：新台幣仟元                      

	年度
項目
	97年
	98年
	99年
	100年
	101年
	 102年
(自結數)
(註)

	營業收入
	118,790
	398,406
	659,548
	1,019,304
	1,303,239
	1,314,105

	營業毛利
	8,913
	44,919
	87,929
	120,775
	118,331
	184,378

	毛利率(%)
	7.50%
	11.27%
	13.33%
	11.85%
	9.08%
	14.03%

	營業外收入
	23,530
	43,658
	50,995
	53,773
	75,089
	65,070

	營業外支出
	87,385
	10,535
	42,709
	4,279
	19,545
	4,779

	稅前損益
	(108,248)
	27,782
	23,049
	67,068
	89,905
	143,080

	稅後損益
	(108,248)
	36,290
	31,412
	64,499
	76,113
	114,724

	每股盈餘（元）
	(2.43) 
	0.70 
	0.52 
	1.07 
	1.24
	1.81

	股利發放
	現金股利(元)
	-
	-
	-
	0.5
	0.5
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	-
	-
	-
	0.3
	-
	-


資料來源：各期均採用ROC GAAP；97~101年度財務數字經會計師查核簽證之財務報告
(註)係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
	最近五年度簡明資產負債表
         單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度
項目
	97年
	98年
	99年
	100年
	101年

	流動資產
	258,717
	510,578
	790,710
	822,791
	1,003,098

	基金及長期投資
	171,158
	231,429
	241,696
	316,664
	408,664

	固定資產
	46,524
	24,333
	22,352
	19,927
	16,114

	無形資產
	0
	0
	0
	0
	0

	其他資產
	584
	4,168
	8,853
	5,878
	3,080

	資產總額
	476,983
	771,228
	1,064,331
	1,166,130
	1,433,826

	流動
負債
	分 配 前
	75,751
	167,359
	446,102
	458,158
	661,078

	
	分 配 後
	75,751
	167,359
	446,102
	487,644
	692,723

	長期負債
	0
	0
	0
	0
	1,665

	其他負債
	13,798
	28,615
	23,518
	22,813
	21,498

	負債
總額
	分 配 前
	89,549
	195,974
	469,620
	480,971
	684,241

	
	分 配 後
	89,549
	195,974
	469,620
	510,457
	715,886

	股本
	485,210
	585,210
	585,210
	589,709
	632,901

	資本公積
	57,225
	50,000
	0
	72
	4,203

	保留
盈餘
	分 配 前
	(162,835)
	(69,320)
	12,092
	76,591
	105,527

	
	分 配 後
	(162,835)
	(69,320)
	12,092
	29,414
	73,882

	金融商品未實現損益
	(6,920)
	(380)
	820
	0
	0

	累積換算調整數
	14,754
	9,744
	(3,411)
	18,787
	6,954

	股東權益總額
	分 配 前
	387,434
	575,254
	594,711
	685,159
	749,585

	
	分 配 後
	387,434
	575,254
	594,711
	685,306
	717,940


資料來源：各期均採用ROC GAAP；97~101年度財務數字經會計師查核簽證之財務報告
                                                                          

	最近三年度財務比率

	年  度
項  目
	99年
	100年
	101年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	13.33
	11.85
	9.08

	
	流動比率(%)
	177.25 
	179.59 
	151.74 

	
	應收帳款天數(天)
	3.75 
	3.97 
	3.29 

	
	存貨週轉天數(天)
	13.78 
	13.32 
	11.44 

	
	負債比率(%)
	44.12 
	41.25 
	47.72 


                                                                          

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!!
公司概況資料表
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